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26. - 28. September 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

freuen Sie sich auf die Neuauflage der Veranstaltung Wir gehen in die Tiefe in Dresden. Wir laden Sie ein, mit uns die
neuesten Trends der Branche, in neuem Format zu diskutieren!

Durch den steigenden Anteil von hochsensiblen Bauelementen werden in der Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT)
der Einsatz modernster Technologien sowie immer aufwandigere Prozesse forciert. Hochleistungselektronik fir E-
Mobility und 5G-Technologie sind nur zwei Beispiele von vielen, die diesen Trend zuséatzlich vorantreiben.

Smart Factory, Digitalisierung & Vernetzung, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind die Schlagworte,
welche die Entwicklungen in der Elektronikfertigung bestimmen. So gilt die Energiewende als eines der wichtigsten
Zukunftsthemen unserer Wirtschaft - und die Elektronikindustrie liefert als Innovationsmotor die nétigen Technolo-
gien und Komponenten.

Mit zwolf Fachvortrdgen und dem direkten Erfahrungsaustausch mit hochkaratigen Experten und Kollegen ist die
Veranstaltung die optimale Plattform flr den Austausch zu diesen aktuellen Themen sowie den Zukunftstechnologien
in der Elektronikfertigung.

Wir freuen uns auf lhre Teilnahme!

Ihr Veranstalterteam
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